
Markt&Technik: Was verbirgt
sich hinter »Qseven«?
Wolfgang Eisenbarth: Mit der
Qseven-Spezifikation können
Hersteller von Embedded-Com-
puting-Modulen sofort mit der
Entwicklung von CPU-Baugrup-
pen im Formfaktor 70 mm x 70
mm beginnen. Der uneinge-
schränkt verfügbare Standard
kann unter www.Qseven-stan-
dard.org eingesehen werden.
Mittlerweile haben sich insgesamt
15 Embedded-Computing-Her-
steller und -Anbieter der Qseven-
Initiative angeschlossen, die Ver-
einigung lädt alle interessierten
Unternehmen zum Beitritt ein.
Kunden haben natürlich ebenfalls
parallel dazu die Möglichkeit,
Motherboards zu entwickeln.

MSC hat von Anfang an bei der
Spezifizierung der Qseven-Platt-
form mitgearbeitet. Warum hat
sich MSC so engagiert?
Mit Qseven erweitert MSC sein
Produktportfolio nach unten, um
einen auf die Features der neuen
Prozessor- bzw. SoC-Technolo-
gien angepassten, kompakten
Modulformfaktor zu realisieren.
Ich denke da zum Beispiel an die
hoch integrierten und Strom spa-
renden Intel-Atom-Prozessorfami-
lien Z5xx und N2xx, aber auch an
andere Hersteller, die ähnliche
Prozessoren auf ihrer Roadmap
haben. Unsere Kunden wünschen
sich eine immer höhere Integrati-
onstiefe, verbunden mit einem
günstigen Preis. Diese Anforde-
rung des Marktes muss das Sys-
temkonzept dahinter natürlich re-
flektieren. COM Express ist ein
bewährtes, in Richtung höhere
Performance wachsendes System-
konzept, das sich aber nicht in
gleicher Weise nach unten aus-
dehnen lässt. Der Spagat wird
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dann einfach zu groß. Als COM
Express entwickelt wurde, waren
vor allem auch noch viele paral-
lele und analoge Schnittstellen ein
Thema. Heute brauchen wir Stan-
dards, die auf die neuen Techno-
logien optimiert sind.  

Welche Schnittstellen sind auf
der Qseven-Plattform realisiert?
Bei dem kompakten Formfaktor
ist in der Regel die Vielfalt an An-
schlussmöglichkeiten, wie sie
COM Express realisiert, nicht ge-
fordert. Die Chipsätze oder SoCs
selbst konzentrieren sich auf we-
niger Schnittstellen, serielle Bus-
se und niedrige Versorgungsspan-
nungen. Deshalb bietet Qseven ei-
ne kleinere Anzahl von Schnitt-
stellen und setzt konsequent auf
neue, digitale Interface-Technolo-
gien wie PCI Express und SATA.
Beispielsweise können Sie auf 
einem Qseven-Modul kein analo-
ges VGA-Signal finden, sondern
nur reine digitale Display-Schnitt-
stellen. Zur Anbindung externer
Geräte sind Industriestandard-
schnittstellen wie USB 2.0 Ports,
ein 1000BaseT-Ethernet-Interface,
SDIO, ein Video-Input-Port, High
Definition Audio, I2C-Bus und
LPC vorhanden. Ein integrierter
Grafik-Controller bietet mit 2 x 24-
Bit LVDS, SDVO, DisplayPort und
HDMI anspruchsvolle Grafikei-
genschaften, die teilweise neu da-
zu gekommen sind. Darüber hi-
naus wird der neue VESA-Display-
ID-Standard zur automatischen
Erkennung des angeschlossenen
Flat Panel Displays unterstützt.

Welche zusätzlichen techni-
schen Vorteile bietet Qseven?
Ein weiteres Plus ist natürlich die
leichte Integrierbarkeit des Mo-
duls auf dem Motherboard. Damit
meine ich seine einfache Befesti-

gungstechnik mit einer geringen
Anzahl an Bohrungen und dem-
zufolge wenig Arbeitsaufwand für
die Installation. Darüber hinaus
wurde bei der Qseven-Plattform
die mechanische Kontaktverbin-
dung nochmals verbessert. Teil
der Qseven-Initiative ist eine Nut-
zung der Steckertechnologie von
bewährten MXM-Grafikmodulen,
die bereits in großen Volumen in
Laptops eingesetzt werden. Das
etablierte Steckverbinderformat
ist besonders auf hohe Übertra-
gungsgeschwindigkeiten ausge-

legt und wird nur auf dem Base-
board bestückt. Dadurch können
die Kosten gegenüber COM-Ex-
press-Steckerpaaren weiter ge-
senkt und PCI-Express-Baugrup-
pen in neuester Technologie voll
automatisiert produziert werden.
Für uns als Hersteller ist sehr
wichtig, dass sich die Baugrup-
pen mit einem geringen Produk-
tionsaufwand in einer vollauto-
matischen Fertigungs- und Testli-
nie herstellen lassen, was natür-
lich einen großen Einfluss auf 
die Preisgestaltung hat. Dadurch

sind wir mit unseren Produkten
’Made in Germany’ führend am
Markt.

Die eingesetzten Prozessoren
sind zwar Strom sparend, doch
aufgrund ihrer kleinen Die-Flä-
che wird es nicht einfacher, die
auftretende Wärme abzuleiten.
Richtig, die Verlustleistung muss
über eine immer kleiner werden-
de Fläche transportiert werden.
Das ist die Herausforderung der
Miniaturisierung. Der Qseven-
Standard begrenzt den maxima-
len Stromverbrauch auf 12 W. Die
aktuelle Intel-Atom-Plattform ver-
braucht etwa 7 W. Das passive
Kühlkonzept von Qseven sieht
vor, dass die von den Chips abge-
gebene Wärme zusätzlich über
kupferne Innenlagen der Leiter-
platte nach außen transportiert
werden kann. Über ein Thermal
Cooling Interface lässt sich bei Be-
darf die auftretende Wärme zu ei-
nem Kühlkörper, Heatsink oder
Heatpipe ableiten. 

Welche Prozessoren werden
sich bei Qseven-Modulen durch-
setzen?
Intel, AMD, VIA, Freescale, Mar-
vell bieten eine Vielfalt an unter-
schiedlichen CPUs an. Durch die-
se Vielfalt rechnen wir schnell mit
den unterschiedlichsten Lösun-
gen der OEM-Lieferanten. An-
fangs ist allerdings eine Konzen-
tration auf die Intel-Atom-Produk-
te wohl am wahrscheinlichsten.
Somit ist auch der Second-Sour-
ce-Gedanke schnell erfüllt. Ich bin
davon überzeugt, dass sich gewis-
se Mainstream-Lösungen und ei-
ne ganze Reihe von Spezialpro-
dukten durchsetzen werden. Am
Ende ist entscheidend, wie gut ein
Modul die entsprechende Appli-
kation trifft, ohne viele zusätzli-
che externe Komponenten auf
dem Motherboard zu benötigen.
MSC wird einige Mainstream-Pro-
dukte anbieten und darüber hi-
naus spezielle Highlights, die be-
stimmte vertikale Märkte adres-
sieren. Allerdings ziehen wir es
vor, bei Produktankündigungen
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» Als COM Express entwickelt
wurde, waren vor allem auch noch

viele parallele und analoge Schnitt-
stellen ein Thema. Heute brauchen

wir Standards, die auf die neuen
Technologien optimiert sind.«
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auch schnell liefern zu können.
Zu viel Vorankündigung bringt für
den Kunden mehr Verdruss als
Nutzen. Für die Herbstmessen
sind wir jedoch gerüstet.

Wie erleichtert Qseven die Aus-
tauschbarkeit der Module unter-
schiedlicher Hersteller? 
Qseven definiert ein einheitliches
API, womit sich einzelne Modul-
funktionen von verschiedenen
Herstellern in gleicher Weise an-
sprechen lassen, beispielsweise
eine definierte Schnittstelle für
Watchdog Timer, I2C-Bus, LCD-
Beleuchtung, nicht-flüchtigen
Speicherbereich und für die Tem-
peraturüberwachung. Es gibt der-
zeit Bestrebungen, dieses API in
gleicher Form auch in die COM-
Express-Spezifikation einzubrin-
gen. Damit können Kunden von
COM-Modulen leichter ihre Appli-
kationen zwischen den unter-
schiedlichen Plattformen transfe-
rieren.

Wie differenziert sich MSC im
Markt, wenn die Qseven-Modu-
le so einfach Austauschbar sind?
Die Differenzierung erfolgt mehr
und mehr durch kompetente Be-
ratung des Kunden, die Lieferper-
formance und die Produktstabili-
tät. Natürlich muss man das für
die Anwendung optimale Produkt
anbieten können, auch der Preis
muss stimmen, aber wesentliche
Punkte sind heute der Support
und die Liefersicherheit. Ein Bei-
spiel dazu: Immer mehr Kunden
wollen zur Reduzierung der Ti-
me-to-Market von uns nicht nur
das Embedded-Modul, sondern
auch das Standard-Mainboard
kaufen. Hinter vielen Anwendun-
gen stehen dann auch noch Dis-
plays, Massenspeicher oder Gra-
fikkarten. Wir sind in der Lage,
die Zusatzkomponenten als auch
kostengünstig einen Designservi-
ce anzubieten und das Mainboard
im eigenen Hause zu produzie-
ren. Damit haben wir auch wie-

der eine sehr starke Position in-
nerhalb unserer Mitbewerber er-
reicht. 

Sie produzieren die Baugruppen
im eigenen Hause?
Wir fertigen unsere Embedded-
Module in unseren eigenen Ferti-
gungsstätten. In den letzten Jah-
ren haben wir sehr stark in auto-
matische Fertigungsabläufe und
Prüfkonzepte für COM-Module
investiert und können dort über-
aus kostengünstig produzieren.
Zusammen mit den Entwickungs-
Ressourcen in unseren über ganz
Deutschland verteilten Design
Centern arbeiten wir mit unseren
Kunden hierzulande sehr eng zu-
sammen und können sehr flexibel
auf ihre Wünsche reagieren. Für
eine große Zahl unserer Kunden
im In- und Ausland garantiert das
Label ‘Made in Germany’ höchs-
te Qualität der Produkte bei Prei-
sen auf Weltmarktniveau und ver-
lässlichem Support.

Ein wichtiger Bestandteil der
Embedded-Module ist das BIOS.
Wie sieht hier der Support für
Ihre Kunden in Deutschland
aus?
Dank unserer erfahrenen BIOS-
Entwicklungsgruppe im Design
Center in Neufahrn bei München
ist die MSC prädestiniert für die
BIOS-Konfigurierung und BIOS-
Anpassung. Wir unterstützen
schon seit vielen Jahren unsere ei-
genen Produkte sowie auch
Fremdentwicklungen mit Phoenix
Technologies BIOS und konnten
ein tief gehendes Know-how bei
der Anpassung dieser Technolo-
gie erwerben. Zur Realisierung
der Kundenprojekte haben wir
den vollen Zugriff auf den Phoe-
nix-Source-Code, so dass kunden-
spezifische Erweiterungen oder
Modifikationen jederzeit möglich
sind. Erst im April dieses Jahres
haben wir unseren Distributions-
vertrag mit Phoenix Technologies
verlängert.

Wo liegen die wichtigsten Märk-
te für Qseven-Produkte?
Qseven bietet die besten Voraus-
setzungen, zahlreiche neue An-
wendungen in lüfterlosen, mobi-
len oder batteriebetriebenen Sys-
temen zu realisieren. Mit dem

starken Rückhalt der Qseven-
Community werden wir neue, bis-
lang noch nicht erschlossene
Märkte eröffnen. Die Hauptan-
wendungen liegen sicherlich im
Embedded-Bereich, wo die Syste-
me auch mit kleinerem Software-
aufwand funktionieren und nicht
den kompletten Support von
Windows XP erfordern. Das be-
deutet, dass in den Applikationen
Embedded-Betriebssysteme eine
größere Rolle spielen werden als
Standardbetriebssysteme. Wir ge-
hen also davon aus, dass bei die-
sen Modulen vermehrt Nachfrage
nach Linux und Open Source be-
steht, aber auch Windows XP em-
bedded bleibt weiterhin ein The-
ma. Die Nachfrage nach Windows
CE ist durch die vielen unter-
schiedlichen Versionen und Um-
stellungen weiter zurückgegan-
gen.

Das Qseven-Konsortium hat
jetzt die erste Version der De-
signspezifikation veröffentlicht.
Was sind die nächsten Schritte?
Die Mitglieder arbeiten jetzt an
dem Design Guide und einem Re-
ferenzdesign. Das Referenzdesign
wird ebenfalls offen gelegt und
damit kann dann jeder Hersteller
mit seinem Produkt auch Compli-
ance-Messungen durchführen.
Die Referenzplattform soll alle in
Qseven definierten Schnittstellen
bieten. An diese Ports lassen sich
Messgeräte anschließen, um dann
Aussagen über die Compliance zu
machen. Dies bleibt jedoch wei-
terhin in der Hand der Hersteller,
doch Kunden haben natürlich die
Möglichkeit, zumindest die Er-
gebnisse bei MSC einzusehen. In
unseren Gesprächen ist dies auch
von anderen Herstellern als prak-
tikabel angesehen worden, ohne
dass damit rechtliche Probleme
entstehen werden. Benutzt ein
Kunde die gleichen Design Rules,
kann er seine Ergebnisse mit der
Referenz vergleichen und sollte
damit auch in der Lage sein, ein
optimales Baseboard zu gestalten.
Wir erreichen damit eine einfache
Austauschbarkeit der Qseven-Mo-
dule von unterschiedlichen Her-
stellern und der Kunde freut sich
über eine echte Second Source.

Das Interview führte 
Manne Kreuzer
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